证券代码：300456                                    证券简称：赛微电子
北京赛微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                        编号：2020-018
	投资者关系活动类别
	■特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观
□其他 

	参与单位名称及人员姓名
	兴业证券   杨尚东、王楠
富国基金   王佳晨           平安基金   李辻
嘉实基金   胡涛             新华基金   周晓东
广发基金   姚铁睿           诺德基金   郝旭东
国投瑞银基金   袁野         浦银安盛基金   朱胜波
摩根士丹利华鑫基金   司巍   台湾国泰基金   张匡勋
Marco Polo Pure Asset Management   邓咏梅
源乐晟资产   柳士威         华安资产   李阳
招商银行   胡国栋           上海信托   陆方
方正证券   傅岳鹏           东方证券   梁爽
兴业证券   廖辰轩           元大证券   张圣鸿
港丽投资   康东萍           西部股份   杜威             

开源资管   吴鑫             望正资本   许俊
晟盟资产   黄思琴           聆泽投资   司岩
涌容资产   王逸非           亘曦资产   江琪煜

	时间
	2020年11月13日下午15:00-16:00

	地点
	兴业证券2021年度资本市场投资策略会（线上参会）

	上市公司接待
人员姓名
	董事、副总经理、董事会秘书：张阿斌
证券事务专员：孙玉华

	投资者关系活动主要内容介绍
	第一部分：张阿斌先生介绍了赛微电子的发展历程以及最新动态，近年来，面向物联网与人工智能时代，赛微电子已经形成以半导体为核心的业务格局，MEMS、GaN成为分处不同发展阶段、聚焦发展的战略性业务。与此同时，公司围绕相关产业开展投资布局，服务主业。基于旺盛的市场需求，赛微电子积极服务客户、扩充产能，致力于成为一家立足本土、国际化发展的知名半导体科技企业集团。
第二部分：张阿斌先生解答提问，主要提问及解答如下：
1、请问贵公司MEMS芯片制造是否包括硅麦等消费电子产品？
答：赛微电子是一家拥有深厚技术积淀、服务能力全面的专业MEMS代工厂商，目前在瑞典斯德哥尔摩及中国北京均拥有8英寸MEMS代工产线。公司北京产线刚刚建成通线，但瑞典产线最早建立于2000年，掌握了硅通孔、晶圆键合、深反应离子刻蚀等多项在业内具备国际领先竞争力的工艺技术和工艺模块，拥有目前业界最先进的硅通孔绝缘层工艺平台（TSI），已有超过10年的量产历史、生产过超过数十万片晶圆、100多种不同的产品，技术可以推广移植到2.5D和3D圆片级先进封装平台；为全球厂商提供过400余项MEMS芯片的工艺开发服务，为全球客户代工生产了包括微镜、微针、硅光子、片上实验室、微热辐射计、振荡器、原子钟、超声、压力传感器、加速度计、陀螺仪、硅麦克风等在内的多种MEMS产品。消费电子是公司MEMS业务持续服务并将持续重视的领域。
2、请问贵公司MEMS业务未来是否会涉及设计领域？
答：赛微电子自身不会涉及MEMS设计领域，在MEMS产业链中公司将一如既往地保持纯代工厂的角色。公司瑞典子公司Silex自2000年成立以来已运营MEMS业务近20年，在行业内树立了不涉足芯片设计、无自有品牌、专注工艺开发及晶圆代工、严密保护知识产权的企业形象，最大程度地避免了因与客户业务冲突导致出现知识产权侵权的道德及法律风险，增加了客户的认同感及信任度。从过去到未来，大量无晶圆厂芯片设计公司出于对自身MEMS设计专利技术保护的考虑，倾向于将其MEMS生产环节委托给纯MEMS代工厂商。当然，为了加强与客户之间的联系，不排除赛微电子通过产业基金等方式对一些设计公司进行前瞻性的小比例投资。对于具有不同发展背景与行业特点的GaN业务，公司目前已布局外延材料及器件设计两端，未来可能将朝IDM模式方向发展。
3、请问贵公司MEMS业务目前客户主要是哪些？近期各领域客户结构有无显著变化？在选择客户方面是否有偏好性？
答：公司MEMS业务客户主要包括通讯、生物医疗、工业科学和消费电子四大领域。根据过去几年的业务数据，各领域的需求均在增长，但不同业务领域在不同时期可能会产生一些明显的波动因素，比如今年以来在全球范围内爆发的COVID-19疫情，就显著刺激了下游生物医疗客户的MEMS工艺开发及晶圆制造需求。由于公司过去几年的产能有限，因此公司的收入与订单结构并不能完全、准确地反映市场需求。但总体来说各领域的需求均在增长，静态看生物医疗、通讯领域表现得更为明显，动态看我们看好各领域的需求。
作为一家专业代工厂商，在客户选择上没有明显偏好，公司不会主动选择哪些领域客户，但在产能紧张的情况下，可能会受一些产业或财务因素的影响，比如会优先承接客户付款条件优越、未来潜力巨大的订单。结合公司斯德哥尔摩及北京的新增产能，未来公司将敞开怀抱，迎接各领域客户。
4、请问贵公司瑞典MEMS产线与北京MEMS产线未来将如何分工定位？
答：依据公司MEMS业务发展的整体规划，瑞典与北京MEMS产线是分工协作的互补关系，虽然瑞典产线已具备8吋线的量产能力，在纯MEMS代工企业中产能规模也处于领先地位，但与IDM厂商及传统CMOS代工厂相比，瑞典产线的产能规模处于整个MEMS代工市场的中等水平，当地扩产后的产线也无法消化大规模量产订单，比如来自工业、消费电子领域的大规模订单；北京MEMS产线运转稳定后，则可以承接规模较大的工业、消费电子领域订单，如提供硅麦克风、压力、流量、惯性传感器等的工艺开发及大规模量产代工服务，在积累一定的经验后可以涉足工艺更复杂的领域。
北京MEMS产线成熟后，公司将继续保持瑞典产线的运营，一方面可以实施跟踪国际MEMS技术及行业发展、保持技术领先地位；另一方面可以协助解决小批量、高工艺难度的订单。瑞典与北京产线的相互合作，将有利于增强公司MEMS业务的整体服务能力、丰富客户及产品组合。
5、请问贵公司瑞典产线升级完成后，产能提升多少？良率情况如何？
答：历时四年超过3亿元的资本投入，今年9月，瑞典原有6英寸产线（FAB1）终于升级切换成8英寸产线，原有8英寸产线（FAB2）亦已完成扩产，合计MEMS晶圆产能提升至7,000片/月的水平，产能提升超过30%。

由于不同产品的高度差异化、定制化以及工艺复杂、代工难度较高，MEMS代工良率一般低于传统IC制造的良率，就目前情况来看，瑞典产线70%左右的良率已属于业内领先水平，随着大规模升级扩产工作的完成，生产逐步进入稳定状态，未来仍有继续提升的空间。
6、请介绍贵公司北京MEMS产线的最新情况？预计的产能爬坡时间？
答：北京产线建成通线后，目前主要继续开展两方面的工作，一是推进整座工厂的验收收尾相关工作；二是结合热线及内部验证批晶圆的制造情况，调整优化产线，并继续做好人员、技术、工艺、生产、保障等各方面的工作；同时积极推动客户的沟通与验证工作。
对于产能爬坡，从目前看市场需求是客观持续存在的，这方面不需要担心，但由于毕竟是一条新建产线，设备、工艺、人员等各方面的磨合以及产能爬坡需要一个客观的过程，但公司有信心能够在尽量短的时间内完成。
7、请问贵公司北京MEMS产线固定资产折旧政策是什么？
答：对于Fab3的固定资产折旧政策，公司严格按照财政税务部门的相关政策和行业惯例执行，工艺生产设备方面公司目前选择按10年进行折旧，厂房按照20年进行折旧，北京MEMS产线的相关资产从今年11月份开始折旧。
8、请问贵公司GaN业务的最新发展情况如何？
答：作为第三代半导体材料的代表之一，GaN本身在性能特性上是一种部分替代性及革命性的材料和器件。基于对5G通讯、云计算、数据中心、新型电源等领域需求的判断，赛微电子在2017~2018年即筹划布局GaN外延材料生长及器件设计（相关子公司2018年设立），截至目前GaN材料及器件方面的研发及产业化进展比当初设想的要快，在GaN外延材料方面，公司产品技术指标达到业界领先水平，已有少量销售并正将产品送给数家国际厂商进行验证试用；在GaN器件方面，目前快充功率器件及应用方案已成熟并形成产品序列，下游意向需求旺盛，但公司也面临着稳定批量供应方面的挑战。
对公司而言，第三代半导体属于一项前瞻性布局，产业及业务的发展有其自身客观规律，公司布局时即清楚该项业务需要较长时期的投入与培育；作为一种新技术、新产品，它的成熟还是需要一定的周期。截至目前，该业务的进展已快于预期，但形成的实际收入及业绩贡献还非常有限。
9、请问贵公司对于MEMS业务和GaN业务关于模式的选择是如何考虑的？
答：MEMS业务的模式是由其本身的发展基因决定的，公司在MEMS制造领域能取得现在的成绩与公司在纯代工厂商定位是分不开的，公司客户包括巨头厂商，也包括很多新兴企业，保持纯代工地位，更有利于与客户建立长期稳固的战略合作关系，公司不打算涉足设计，而是专心做好制造并向下游封装测试拓展，在重资产服务平台方面做深做大。
对于GaN业务，公司开始布局时仅考虑较轻资产的GaN外延材料生长及器件设计，生产环节拟委托第三方厂商，但由于第三代半导体属于新兴领域，也是我国与欧美日韩国际半导体企业相比起步时间相差不远、技术差距较小、我国消费量较大的分支领域，从过去几年公司GaN业务的发展经验看（外延材料性能优异，市场需求及客户订单积极，面临的挑战在生产环节），以适当方式布局生产制造环节、最终形成IDM模式或许将成为一项现实选择。
10、请问贵公司全年经营情况展望如何？
答：2020年属于赛微电子调整发展战略的关键年份，逐步聚焦发展半导体业务，但客观上2020年全年的业务结构仍会比较复杂。尽管全球及欧洲疫情的下一步发展情况难以预计，但基于前三季度的情况，公司MEMS业务与产能情况联系紧密、经营情况的确定性较高，仍然会是公司营收、利润的主要来源。与此同时，公司全年经营的具体成果仍将受到导航业务全年损益情况、投资收益等因素的影响，具体金额目前还不好估计。


	附件清单（如有）
	无

	日期
	2020年11月13日
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